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Apéndice A. Hoja de cargado de componentes de *“SMT". Forma 25150M.
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Apéndice B. Reporte de componentes equivocados en linea. Forma 15176M.
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Apéndice C Yieid de linea. Forma 15060M.
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Apéndice D “Check list” de mantenimiento diario de la maquina Dek . Forma 25165.
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Apétndice E. Requisicion de accién controlada, Forrma 15003M.
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Apéndice F. Hoja de registro de cambio de carretes. Forma 15241M
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Apéndice G. Reporte de Primera pasada de ICT, Forma 20051M.
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GLOSARIO.

AC/DC: AC significa corriente alterna, y es la que se obtiene de los
tomacorrientes de ia casa. DC (corriente continua) es 1a que proveen las
baterias de auto y las solares.

AGP: Advanced Graphics Port, puerto de computadora utilizado para
colocar la tarjeta de video de la computadora, en la empresa se coloca un
clip de plastico, para que en la estacion de “Braket” de la linea de ensamble,
la tarjeta se cologue en una base y mediante sensores active el mecanismo
de un desarmador electrico para colocarle el chasis en la tarjeta.

BIOS: Sistema basico de entrada y salida, es una memoria
eléctricamente programable donde se graban las mascaras de interrupcion
de las computadoras.

CAD: Representacion grafica de la tarjeta, donde con ayuda de una
computadora y software es posible encontrar los puntos de prueba que se
realizan a la tarjeta, y componetes faltantes.

Camara de visién: Camara utilizadas en las maquinas de SMT Dek
screen printer, FCM-Il, Topaz Xl, y Emerald para que con ayuda de los
fiduiciales, la maquina encuentre el origen de la tablilla y proceder a iniciar el
proceso de ensamble.

Cinta tape to tape: Cinta utilizada para unir carretes en las maquinas
de SMT, para evitar &l para de las mismas.

Componente Activo: Dispositivo que no amplifica o interpreta la sefial
eléctrica por ejemplo resistencia, inductor o fusible.
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Componente Pasivo: Dispositivo que amplifica o interpreta la sefal
eléctrica, por ejemplo transistor diodo, circuito integrado, estos dispositivos
tienen una polaridad.

Controles de UTT vacumm: Controles de extraccion del fixure de la
maquina de ICT, se utiliza cuando se cambia de modelo de tarjeta.

Conveyor: Banda transportadora automatizadas.

ESD: Descarga electrostatica, es una repentina redistribucién de la
carga estatica, la cual puede daiar componentes sensibles.

Esténcil: Herramienta utilizada en la maquina impresora de pasta
para proseso.

Feeder: Alimentador utilizado como porta carrete para el cargado de
componentes en las maquinas de SMT FCM-Il, Topaz X| y Emerald.

Fiduciales: Orificios predisefiados en la tarjeta con el proposito de
darle un origen de trabajo a las maquinas de SMT, y la colocacion correcta
de la pasta y componentes de SMT.

Fixure: Cama de pines removible (dependiendo del modelo a
ejecutar) utilizada para ia prueba de tarjetas en ICT.

Fixure ID: identificacion de ia cama de pines removible

FVT: Equipo de prueba funcional.

HMU: Prueba que esta al final del proceso de ensamble y consiste en
colocar el microprocesador (Pentium 4) en la tarjeta y verificar que funcione
todos los periféricos de la computadora mediante un Software, es decir es la
simulacién de la tarjeta en completo funcionamiento.

Jumper: dispositivo utilizado para poner en corto dos terminales.

LAN: “local Area Network” Red de Area Local, conjunto de
computadoras, que transfieren informacion entre si, ademas de compartir
recursos y programas, esta limitado a pequeno espacio geografico como un
piso de un edificio o un edificio completo.

Layout: Representacion en papel de la distribucion fisica de todas las
maquinas y elementos de toda una linea.
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Magazzines: Bandejas utilizadas en la maquinas de SMT Topaz Xl y
Emeraid, para colocar componentes que no se pueden colocar en carretes
debido a su arquitectura del componente de SMT.

MDS: Area de diagnostico de tarjeta

Order: Orden de trabajo de la maquina FCM-II

Tickets: Papel impreso por la maquina de prueba de ICT donde
marca las probables causas de falla en la tarjeta.

PAD: Punto de contacto entre el circuito impreso y el componente de
SMT.

Pasta: Condicion en que se encuentra la soldadura para proceso.

PCB: Tarjeta electrénica ensambiada o a ensamblar.

PCD: Puntos claves de decision.

Pin Trough Hole (PIH): estaciéon de frabajo donde operadores
colocan componentes o conectores que la maquina colocadora de SMT no
puede debido a |a arquitectura de! componente.

Pruebas Planares de In Circuit Test (ICT): Prueba en donde se
realiza una verificacion rapida a la tarjeta, chocando componentes faitantes,
cortos, componentes equivocados.

Proflow: Cartucho que contiene la pasta, para la maquina impresora
de pasta DEK screen printer.

Quantity: Cantidad.

RAC: Requisicion de Accidn controlada, es una forma que tiene objeto
reportar algin proceso o comportamiento fuera de control y se define un
periodo para su correccion, y se reporta de un departamento a otro.

USB: El bus USB (Universal Serial Bus) estd destinado a ser el
sustituto de los tradicionales puerios paralelo y serie, ya que permite la
conexion de hasta 127 periféricos, con cambio "en caliente”, sin apagar el
ordenador o reconfigurario, ni fan siquiera sin salir de un programa abierto.
Esto ha dado en llamarse como "plug and port”.

Por otro iado, seré posible enchufar ratones, camaras digitales, altavoces,
maonitores, impresoras, etc.
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SMD: (Superfece Mount Device) componente de SMT.

SMT: Tecnologia de montaje superficial.

Scrap: Desperdicio, pude ser un conector con pines doblados,
componentes de SMT, o incluso una tarjeta completa.

Screen Printer: Maquina colocadora de pasta y se encuentra al inicio
del proceso de ensamble en de la tarjeta.

Search: control de busqueda.

Servo: Motores de los brazas mecanicos de las maquinas de SMT.

SFDC: Sistema colector de datos en piso, Unidad colectora de datos,
generalmente el sisterna tiena conectado un lector éptico (lapiz o pistola)en
su entrada, y sirve para recolectar toda la informacion de una tarjeta desde el
inicio hasta el final del proceso mediante el coédigo de barra individuai en
cada una de elta,

SMT: Tecnologia de montaje superficial.

Status: Estado de la maquina, pude ser en espera de otra tarjeta,
error o trabajando.

Storage Station: Estacién de almacenamiento (carrito de Kanban).

Supfier part number Nimero de parte del fabricante.

SFDC: Sistema colector de datos en piso, Unidad colectora de datos,
generalmente el sistema tiene conectado un lector éptico (lapiz o pistoia)en
su entrada, y sirve para recolectar toda la informacion de una tarjeta desde el
inicio hasta el final del proceso mediante el codigo de barra individual en
cada una de ella.

Yield: Medida en porcentaje del numero de tafietas que son
conformes, y se define como el cociente del numero de tarjetas conformes
dividido entre el numero total de tarjetas producidas por hora.



194

RESUMEN AUTOBIOGRAFICO.

Leonel Lépez De Leén Ponce.

Naci en {a ciudad de Reynosa, Tamaulipas, un 3 de Marzo del afio de
1979, soy hijo del Ing. Leonel Lopez De Ledn y la Sra. Juana Ponce
Montafio, me gradie en Facultad de Ingenieria Mecénica y Eiéctrica de la
Universidad Auténoma de Nuevo Ledn de la carrera de Ingeniero en
Electronica y Comunicaciones en la generacion 1996 2000, con
Reconocimiento al Merite Académico; Inicie mi primera experiencia laboral en
Septiembre del 2000, como técnico de diagnostico de tarjetas electronicas,
recibiendo un ascenso en Enero del 2001 al departamento de calidad;
teniendo como experiencia un afo en el mencionado departamento, el
presente trabajo es para aspirar a la Maestria en Ciencias de la
Administracidn con especialidad en Produccién y Calidad.






